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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ＬＥＤランプの電極構造であって、主にＬＥＤランプ（４）を含み、前記ＬＥＤランプ
（４）の底部に凸接続部（４０）を設置し、前記凸接続部（４０）の辺縁にねじ山（４０
１）を設け、前記凸接続部（４０）のＬＥＤチップ（４１）の２つの電極（４１０）に対
応する位置にそれぞれ貫通状の電極チャネル（４２１）を設け、電極チャンネル（４２１
）の一方を湾曲状にし、開口箇所を凸接続部（４０）底部の中央に設け、電極チャンネル
（４２１）の他方の開口を凸接続部（４０）底部の外縁付近に設け、前記電極チャネル（
４２１）内に導電性媒質（４２２）を設けて電極（４２）を形成し、前記電極（４２）と
前記ＬＥＤチップ（４１）の電極（４１０）に電気的接続を形成することを特徴とする、
ＬＥＤランプの電極構造。
【請求項２】
  請求項１に記載のＬＥＤランプの電極構造であって、前記導電性媒質（４２２）がワイ
ヤ（７）であることを特徴とする、ＬＥＤランプの電極構造。
【請求項３】
  ＬＥＤランプの電極構造であって、主にＬＥＤランプ（４a）を含み、前記ＬＥＤラン
プ（４a）を下方の挟持固定部（８１）に固定され、前記挟持固定部（８１）を前記凸接
続部（８、８０）の上方に設け、前記凸接続部（８）の前記ＬＥＤランプ（４a）両側の
電極（４２a）下方に対応する位置にそれぞれ電極チャネル（８２）を設け、且つ前記凸
接続部（８）の下方辺縁にねじ山を設け、前記ＬＥＤランプ（４a）両側の電極（４２a）
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を挟んで導電性と弾性を具えたクリップ片である１組の導電クリップ（８４）を設置し、
１組のワイヤ（７）を前記電極チャネル（８２）に穿通させて前記導電クリップ（８４）
に半田付けし、前記ＬＥＤランプ（４a）の両側の電極（４２a）と電気的に接続すること
を特徴とする、ＬＥＤランプの電極構造。
【請求項４】
  請求項３に記載のＬＥＤランプの電極構造であって、前記凸接続部（８、８０）に防水
ガスケット（８７、８８）を設置してもよいことを特徴とする、ＬＥＤランプの電極構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＬＥＤランプの電極の接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１に示すように、従来のＬＥＤランプ１ａ、１ｂはＬＥＤチップ１１ａ、１１ｂの底
部に熱伝導部材２０aが設置され、電極１２a、１２ｂがＬＥＤランプ１ａ、１ｂの外側に
設置され、ＬＥＤランプ１ａ、１ｂの照明を使用すると、熱が底部の熱伝導部材２０aか
ら伝達され、ＬＥＤランプ１ａ、１ｂの温度が低下する。
【０００３】
　しかしながら、従来のＬＥＤランプ１ａ、１ｂは配線接続、交換に便利なように、モジ
ュール方式でプリント配線板３aに配線し、熱伝導部材２０aを設置して、さらにＬＥＤラ
ンプ１ａ、１ｂをプリント配線板３aに半田付けし、モジュールを形成している。しかし
ながら、このようなモジュールには次のような欠点がある。
１.ＬＥＤランプモジュールは単一のＬＥＤランプのみを交換できず、資源の無駄を招い
ている。
２.プリント配線板の形状、方向、配列方式が一定であり、ＬＥＤランプを自由に配置す
ることができない。
３.プリント配線板の配線が外部に露出され、美観と電力使用上の安全に影響する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、従来のＬＥＤランプの電極が両側に設けられ、自由にＬＥＤランプを
配置できず、プリント配線板の配線が外部に露出され、使用上の不便及び安全上の問題を
引き起こすという欠点を克服することにある。 
【０００５】
　本発明の目的は、現有のＬＥＤランプの電極が両側に設けられ、自由にＬＥＤランプを
配置できず、プリント配線板の配線が外部に露出されるという欠点を克服する、ＬＥＤラ
ンプの電極構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達するため、本発明は次の技術方案を採用する。本発明は同出願人の特許
出願第１１／９０７２７９号の発明の考え方に基づき、長年の研究経験に新たな技術と思
想を加え、ＬＥＤランプ底部の凸接続部のＬＥＤチップの電極に対応する位置に２つの貫
通状の電極チャネルを設け、且つ電極チャネル内に銀ペーストなどの導電性媒質を注入す
るか、ワイヤを接続して電極を形成し、前記電極とＬＥＤチップの電極を電気的に接続し
て、ＬＥＤランプの電極の位置を変え、ＬＥＤランプの取り付けと交換の利便性を高める
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は従来のＬＥＤランプモジュールより優れた構造を提供するものであり、単一の
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ＬＥＤランプを１つのモジュールとし、その電極をＬＥＤランプの両側からＬＥＤランプ
底部に移動させ、プリント配線板を必要とせずにワイヤまたは電源を直接接続してＬＥＤ
ランプモジュールを発光させることができ、且つ単独でＬＥＤランプを交換することもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】従来のＬＥＤランプの電極の立体斜視図である。
【図２】本発明の凸接続部の立体俯瞰図である。
【図３】本発明の凸接続部の立体仰見図である。
【図４】本発明の凸接続部の電極チャネルの断面図である。
【図５】本発明の凸接続部を熱伝導座体に螺合して固定し、プリント配線板を取り付けた
状態の断面図である。
【図６】本発明の熱伝導座体への設置と、プリント配線板との組み立てを示す立体図であ
る。
【図７】本発明を熱伝導座体に設置し、プリント配線板と組み立てた状態を示す立体図で
ある。
【図８】本発明の凸接続部が傾斜した電極チャネルを具えた実施例の断面図である。
【図９】本発明のワイヤを半田付けする実施例を示す立体図である。
【図１０】本発明のＴ字形ガイド部材のＴ字形凹溝への組み込みを示す立体図である。
【図１１】本発明のＴ字形ガイド部材をＴ字形凹溝に設置した状態を示す立体図である。
【図１２】本発明の凸接続部に導電クリップを設けた実施例の立体分解図である。
【図１３】本発明の凸接続部に導電クリップを設けた実施例の断面図である。
【図１４】本発明の凸接続部に導電クリップを設けた実施例の立体分解図である。
【図１５】本発明の凸接続部に導電クリップを設けた実施例の断面図である。
【図１６】本発明を弧面放熱座体に設置した実施例の立体外観図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【０００９】
　図２、図３、図４、図５に示すように、本発明のＬＥＤランプの電極構造は、主にＬＥ
Ｄランプ４を含み、そのうち前記ＬＥＤランプ４内にＬＥＤチップ４１を設置し、底部に
凸接続部４０を設け、前記凸接続部４０の辺縁にねじ山４０１を形成し、前記ＬＥＤチッ
プ４１の２つの電極４１０に対応する位置にそれぞれ貫通状の電極チャネル４２１を設け
る。前記電極チャネル４２１は湾曲状としてもよく、開口箇所を前記凸接続部４０底部の
中央に設け、電極チャネル４２１の他方の開口を前記凸接続部４０底部の外縁付近に設け
、電極チャネル４２１内に銀ペーストなどの導電性媒質４２２を注入し、電極チャネル４
２１の開口箇所に電極４２を形成して、ＬＥＤチップ４１の電極４１０と電極チャネル４
２１の電極４２に電気的接続を形成する。
【００１０】
　図５、図６、図７に示すように、本発明は予め通孔５１を設け、且つねじ山を形成した
熱伝導座体５にＬＥＤランプ４の凸接続部４０を固定し、熱伝導座体５底部にプリント配
線板６を設置してもよく、前記プリント配線板６には複数組の給電デバイス６１を設置し
、前記給電デバイス６１の中央に接点６１１を設け、且つ前記接点６１１の外周にさらに
給電リング６１２を設け、ＬＥＤランプ４を熱伝導座体５に螺合して固定し、プリント配
線板６を取り付けたとき、ＬＥＤランプ４中央の電極４２をプリント配線板６の給電デバ
イス６１の接点６１１に接触させることができる。外縁に位置するもう１つの電極４２は
プリント配線板６の給電リング６１２に接触させ、ＬＥＤランプ４を発光させる。
【００１１】
　図８に示すように、ＬＥＤランプ４の電極チャネル４２１を傾斜方式で設けてもよく、
前記ＬＥＤランプ４内のＬＥＤチップ４１の２つの電極４１０の位置に貫通状の電極チャ
ネル４２１をそれぞれ設け、そのうち、電極チャネル４２１を傾斜させて設置し、電極チ
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ャネル４２１内に銀ペーストなどの導電性媒質４２２を注入し、開口箇所に電極４２を形
成し、ＬＥＤチップ４１の電極４１０と２つの電極チャネル４２１の電極４２を電気的に
接続させる。
【実施例２】
【００１２】
　図９に示すように、本発明の実施例は、ワイヤ７をＬＥＤランプ４の凸接続部４０底部
の電極チャネル４２１からＬＥＤランプ４に穿入させて半田付けし、ワイヤ７とＬＥＤラ
ンプ４に電気的接続を形成する。
【実施例３】
【００１３】
　図１０及び図１１に示すように、本発明はＬＥＤランプ４の底部にＴ字形ガイド部材４
０２を設置してもよく、前記Ｔ字形ガイド部材４０２内に２つの貫通状の電極チャネル４
２１を設け、それぞれワイヤ７を前記２つの電極チャネル４２１に穿入させて、ＬＥＤラ
ンプ４と電気的に接続し、ＬＥＤランプ４を発光させる。前記Ｔ字形ガイド部材４０２は
Ｔ字形凹溝５３１を具えた熱伝導嵌合体５３内に嵌設し、前記熱伝導嵌合体５３底部には
凹溝５３２を設け、ワイヤ７を前記凹溝５３２から熱伝導嵌合体５３に穿入させる。
【実施例４】
【００１４】
　図１２及び図１３に示すように、本発明の別の実施例は、光学カバー８６と相互に螺合
される凸接続部８に導電クリップ８４を設置してもよい。前記凸接続部８の上方に挟持固
定部８１を設け、ＬＥＤランプ４aの底部に熱伝導ペーストを塗布して前記挟持固定部８
１に設置し、且つ挟持固定部８１を押圧して前記挟持固定部８１にＬＥＤランプ４aを嵌
置して固定し、前記挟持固定部８１の外縁下方にねじ山８１１を設け、前記ＬＥＤランプ
４aの両側の電極４２aに対応する下方に貫通状の電極チャネル８２を設け、電極チャネル
８２の開口を凸接続部８底部の外縁付近に設ける。１組の前記導電クリップ８４は導電性
と弾性を備えたクリップ片であり、ＬＥＤランプ４aの両側の電極４２aを挟んで設置され
る。１組のワイヤ７を電極チャネル８２に穿通し、導電クリップ８４の下方に半田付けし
てワイヤ７、導電クリップ８４、ＬＥＤランプ４aの両側の電極４２aに電気的接続を形成
させる。また、凸接続部８の底部の電極チャネル８２の開口内とワイヤ７の間に、栓形の
防水ガスケット８７を設置し、水気や汚れが電極チャネル８２とワイヤ７の間隙に沿って
電極チャネル８２内に進入しないよう防止する。最後に防水ガスケット８８を凸接続部８
の挟持固定部８１外縁に設置し、光学カバー８６を挟持固定部８１下方のねじ山８１１に
螺合して固定する。
【実施例５】
【００１５】
　図１４と図１５に示すように、本発明のさらに別の実施例は、光学カバー８６及びラン
プ外殻体８５と相互に螺合する凸接続部８０に導電クリップ８４を設置してもよい。前記
凸接続部８０の上方に挟持固定部８１を設け、ＬＥＤランプ４aの底部に熱伝導ペースト
を塗布して前記挟持固定部８１に設置し、且つ挟持固定部８１を押圧して挟持固定部８１
にＬＥＤランプ４aを嵌置して固定し、前記ＬＥＤランプ４aの両側の電極４２aに対応す
る下方に貫通状の電極チャネル８２を設け、電極チャネル８２の開口を凸接続部８底部の
外縁付近に設け、前記凸接続部８０の下方辺縁にねじ山８３を設ける。１組の前記導電ク
リップ８４は導電性と弾性を備えたクリップ片であり、ＬＥＤランプ４aの両側の電極４
２aを挟んで設置される。１組のワイヤ７は電極チャネル８２に穿通して導電クリップ８
４の下方に半田付けし、ワイヤ７、導電クリップ８４、ＬＥＤランプ４aの両側の電極４
２aに電気的接続を形成する。また、凸接続部８０の底部の電極チャネル８２の開口内と
ワイヤ７の間に栓形の防水ガスケット８７を設置し、水気や汚れが電極チャネル８２とワ
イヤ７の間隙に沿って電極チャネル８２内に進入しないよう防止する。最後に防水ガスケ
ット８８を凸接続部８０の外縁に設置し、凸接続部８０をねじ山８３でランプ外殻体８５
内縁に螺合して固定し、光学カバー８６をランプ外殻体８５に被着または螺合して固定す
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る。
【実施例６】
【００１６】
　また、図１６に示すように、本発明のさらに別の実施例は、ＬＥＤランプ４を不規則な
弧面を具えた弧面放熱座体５２に設置してもよく、配線を隠して配置し、且つ弧面放熱座
体５２に異なる方向と角度のＬＥＤランプ４を設置して、特殊な照射を形成することがで
きる。
【００１７】
　本発明には次のような効果がある。
１.本発明のＬＥＤランプの電極構造は、電極を凸接続部の底部に隠し、配線を隠して安
全性と美観の効果を達することができる。
２.本発明のＬＥＤランプの電極構造は、電極を凸接続部の底部に隠し、プリント配線板
を使用する必要がなく、ＬＥＤランプの配置をより自由にすることができる。
３.本発明のＬＥＤランプの電極構造は、ＬＥＤモジュールを単一のＬＥＤランプに縮小
し、単独で交換できると同時に、モジュール化の利便性を保つことができる。
４.本発明のＬＥＤランプの電極構造は、必要に応じて異なる角度の座体または熱伝導部
材に設置し、特定の光形と照度を得ることができる。
【符号の説明】
【００１８】
　　 １ａ、１ｂ　　ＬＥＤランプ
　　 １１ａ、１１ｂ　　ＬＥＤチップ
　　 ２０a　　　熱伝導部材
　　 １２a、１２ｂ　　電極
　　 ３a　　　プリント配線板
　　 ４、４a　　　　ＬＥＤランプ
　　 ４１　　　ＬＥＤチップ
　　 ４０　　　凸接続部
　　 ４０１　　ねじ山
　　 ４０２　　Ｔ字形ガイド部材
　　 ４１０　　電極
　　 ４２、４２a　　電極
　　 ４２１　　電極チャネル
　　 ４２２　　導電性媒質
　　 ５　　　　熱伝導座体
　　 ５１　　　通孔
　　 ５２　　　弧面放熱座体
　　 ５３　　　熱伝導嵌合体
　　 ５３１　　Ｔ字形凹溝
　　 ５３２　　凹溝
　　 ６　　　　プリント配線板
　　 ６１　　　給電デバイス
　　 ６１１　　接点
　　 ６１２　　給電リング
　　 ７　　　　ワイヤ
　　 ８、８０　　　　凸接続部
　　 ８１　　　挟持固定部
　　 ８１１　　ねじ山
　　 ８２　　　電極チャネル
　　 ８３　　　ねじ山
　　 ８４　　　導電クリップ
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　　 ８５　　　ランプ外殻体
　　 ８６　　　光学カバー
　　 ８７、８８　　　防水ガスケット
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